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    微細接合向けのレーザ装置の小型化と低コスト化を実現 

ファイバ集積型半導体レーザの開発 
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内 
 
 
 
 
 

容 

 

概  要 

 

電源、コントローラを全て内蔵し、小型で製造コストが安価なメンテナンス

フリーの半導体レーザ装置 

集光形状を点から直線に、また長さを自由に変更できるレーザヘッドを組み

合わせることで様々な微細接合に適用が可能 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

図 1 に示すファイバ集積型半導体レーザ装置は、従来の微細接合用レーザ装

置と比べて小型で安価である。また、レンズ等の光学系を交換することなく集

光形状を容易に変更可能であり、部材に最適な集光形状で微細接合することに

よって、接合品位の向上と接合時間の短縮が可能である。 

本技術の 

有用性 

開発したファイバ集積型半導体レーザ装置を利用して、図 2 に示すような薄

肉製品や微細ワイヤの接合、小径ピンの異材ろう付、樹脂フィルムの溶着を行

うことができる。従来の微細接合用レーザ装置に比べて安価で使い易い。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ファイバ集積型半導体レーザ    図 2 適用可能な微細接合 

適用可能製品 

・レーザ加熱装置 

・レーザ微細溶接機 

・レーザろう付機 
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